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(67) Die Erfindung beschreibt einen Laserplotter (2) zum
Abarbeiten eines Jobs fiir das Schneiden, Gravieren,
Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise
flachen Werkstiickes (7), der zumindest ein Gehduse
(3) mit einem vorzugsweise verschlieBbaren
Bearbeitungsraum (8) zum Positionieren eines
Werkstiickes (7) auf einem Bearbeitungstisch (9),
zumindest eine Strahlenquellen in Form eines Lasers
(5,6), und einer Steuerung (13) zum Steuern des iber
vorzugsweise einen Riemenantrieb betriebenen
Schiitten (14) mit daran verfahrbar angeordneten 4
Fokussiereinheit (12), die zum Umlenken eines T Fig-1
Laserstrahl (10) in Richtung Werkstiick (7)
ausgebildet ist, aufweist, wobei im Bearbeitungsraum
(8) unterhalb des Bearbeitungstisches (9),
insbesondere unterhalb einer Auflageflaiche (27) des
Bearbeitungstisches (9), eine Absaugvorrichtung (1)
zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden
Abgase (25) durch erzeugen eines Luftstrom (26)
angeordnet ist. Der Bearbeitungstisch (9) ist derart
ausgebildet, dass die Auflageflache (27) des
Bearbeitungstisches (9) vollflachig, insbesondere
luftdicht, ausgebildet ist, und dass zur Bildung eines
Luststrom (26) unterhalb der Auflagefliche (27)
vorzugsweise parallel zur Auflageflache (27) ein
Absaugkanal (27), angeordnet ist, der in einer
Abzugsoéffnung (29) endet, wobei der Absaugkanal
(27) iber zumindest eine Absaugdffnungen (28,29)
mit dem Bearbeitungsraum (8) zum Absaugen der
beim Laserprozess entstehenden Abgase bzw.

Dampfe (25) verbunden ist.
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Zusammenfassung:

Die Erfindung beschreibt einen Laserplotter (2) zum Abarbeiten eines Jobs flr das
Schneiden, Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise flachen
Werkstlickes (7), der zumindest ein Gehause (3) mit einem vorzugsweise verschlieBbaren
Bearbeitungsraum (8) zum Positionieren eines Werkstilickes (7) auf einem
Bearbeitungstisch (9), zumindest eine Strahlenquellen in Form eines Lasers (5,6), und
einer Steuerung (13) zum Steuern des Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb
betriebenen Schlitten (14) mit daran verfahrbar angeordneten Fokussiereinheit (12), die
zum Umlenken eines Laserstrahl (10) in Richtung Werkstlck (7) ausgebildet ist, aufweist,
wobei im Bearbeitungsraum (8) unterhalb des Bearbeitungstisches (9), insbesondere
unterhalb einer Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9), eine Absaugvorrichtung
(1) zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden Abgase (25) durch erzeugen
eines Luftstrom (26) angeordnet ist. Der Bearbeitungstisch (9) ist derart ausgebildet, dass
die Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9) vollflachig, insbesondere luftdicht,
ausgebildet ist, und dass zur Bildung eines Luststrom (26) unterhalb der Auflageflache
(27) vorzugsweise parallel zur Auflageflache (27) ein Absaugkanal (27), angeordnet ist,
der in einer Abzugsé6ffnung (29) endet, wobei der Absaugkanal (27) Gber zumindest eine
Absaugbffnungen (28,29) mit dem Bearbeitungsraum (8) zum Absaugen der beim

Laserprozess entstehenden Abgase bzw. Dampfe (25) verbunden ist.

Fig. 1

1/23 20007AT



10

15

20

25

30

35

Laserplotter

Die Erfindung betrifft einen Laserplotter zum Abarbeiten eines Jobs fir das Schneiden,
Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstlickes, der
zumindest ein Gehause mit einem vorzugsweise verschlieBbaren Bearbeitungsraum zum
Positionieren eines Werkstlickes auf einem Bearbeitungstisch, zumindest eine
Strahlenquellen in Form eines Lasers, und einer Steuereinheit zum Steuern des Uber
vorzugsweise einen Riemenantrieb betriebenen Schlitten mit daran verfahrbar
angeordneten Fokussiereinheit, die zum Umlenken eines Laserstrahl in Richtung
Werkstlck ausgebildet ist, aufweist, wobei im Bearbeitungsraum unterhalb des
Bearbeitungstisches, insbesondere einer Auflageflache des Bearbeitungstisches, ein
Absaugvorrichtung zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden Abgase durch
erzeugte eines Luftstrom angeordnet ist, wie diese in den Ansprichen 1 und 5

beschrieben sind.

Aus dem Stand der Technik sind bisher bei Laserplottern, bei denen die Absaugung der
entstehende Abgase vom Schneid- / Gravur-Prozess auf die unterschiedlichsten Arten
erfolgt.

Einerseits sind Laserplotter bekannt, die tGber einen mit Riemenantrieb betriebenen
Schlitten, an dem eine Fokussiereinheit ebenfalls verstellbar ist, ausgestattet sind.
Vorzugsweise werden dabei flachige Werkstlcke, wie Papier, Platten, Textilien, usw. Uber
einen Laser, insbesondere Laserstrahl, bearbeitet. Damit die bei der Bearbeitung
entstehende Abgase bzw. Dampfe abzusaugen, sind am Schlitten Absaugvorrichtungen
angeordnet. Dabei wird ein Absaugschlauch im Bereich der Fokussiereinheit angeordnet.
Nachteilig ist hierbei, dass beim Einsatz eines Absaugschlauches an der Fokussiereinheit,
dass damit die Beweglichkeit, insbesondere die Verfahrgeschwindigkeit der
Fokussiereinheit mit dem befestigten Absaugschlauch, eingeschrankt wird.

Andererseits sind derartige Laserplotter bekannt, bei denen der Bearbeitungstisch durch

eine Lochplatte oder Gitter oder Streben ausgebildet sind, wobei auf dem
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Bearbeitungstisch das Werkstiick zum Schneiden oder Gravieren aufgelegt wird.
Unterhalb des Bearbeitungstisch ist ein Absaugrohr angeordnet, dass mit einer
Absaugvorrichtung zum Absaugen der Abgase vom Werkstlck verbunden ist, d.h., dass

die Abgase nach unten Abgesaugt werden.

Nachteilig ist bei den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren, dass beim
Schneiden bzw. Gravieren, insbesondere groBer flacher Werkstiicke, wie beispielsweise
eine Plexiglasscheibe, nicht méglich ist, da zur Absaugung der entstehenden Gase diese
nur Uber eine Absaugbalken, der oberhalb des Werkstlckes angeordnet sein muss,
mdglich ist, sodass eine Integration der Absaugung in das Gehduse des Laserplotters
nicht moglich ist.

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein Verfahren und einen Laserplotter zu schaffen,
bei dem die obgenannten Nachteile vermieden werden und andererseits die Abgasfihrung

wesentlich verbessert wird.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelost.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen Laserplotter geldst, bei dem der
Bearbeitungstisch derart ausgebildet ist, dass die Auflageflache des Bearbeitungstisches
vollflachig, insbesondere luftdicht, ausgebildet ist, und dass zur Bildung eines Luststrom
unterhalb der Auflageflache vorzugsweise parallel zur Auflageflache ein Absaugkanal
angeordnet ist, der in einer Abzugsoffnung endet, wobei der Absaugkanal Gber zumindest
eine Absaugo6ffnung mit dem Bearbeitungsraum zum Absaugen der beim Laserprozess
entstehenden Abgase bzw. Dampfe verbunden ist.

Vorteilhaft ist hierbei, dass dadurch ein bestimmter Luftstrom im Bearbeitungsraum in
Richtung der Absaugéffnungen erzeugt wird. Gleichzeitig sind damit keinerlei stérende
Zusatzteile am Schlitten oder Schlauche vorhanden, sodass die
Bearbeitungsgeschwindigkeit trotz gerichteten Absaugluftstrom nicht eingeschrankt
werden muss, wie dies beim Stand der Technik oftmals notwendig ist.

Gleichzeitig wird erreicht, dass eine ausreichend groBe Absauganlage im Gehause des
Laserplotters, die unterhalb des Bearbeitungsraumes angeordnet werden kann, integriert
werden kann, da unterhalb des Bearbeitungsraumes ausreichend Platz vorhanden ist.
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Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der parallel zur vollflachigen Auflageflache eine
Abschlussplatte angeordnet ist, die durch entsprechende Ausbildung den Absaugkanal
bildet oder ein Absaugkanal angeordnet ist. Dadurch wird erreicht, dass einerseits ein
Absaugung des Abgase nach unten verhindert wird, sodass diese parallel zur
Auflageflache in Richtung Abzugséffnung gesaugt werden und andererseits ein
kostengunstiger Aufbau erzielt wird. Durch die Ausbildung eines sogenannten doppelten
Bodens, kann durch einfaches Anordnen eines Trennelementes der Absaugkanal gebildet

werden.

Eine Ausbildung ist von Vorteil, bei der in der Abschlussplatte die Abzugsoffnung
angeordnet ist, wobei der Absaugkanal vorzugsweise sich verjingend zur Abzugsoéffnung
ausgebildet ist. Dadurch wird erreicht, das samtliche tber die Absaugoéffnungen in den
Absaugkanal gesaugten Abgase zur Abzugsoffnung geleitet werden und dadurch sicher
aus dem Bearbeitungsraum abgefthrt werden.

Es sind aber auch die Merkmale von Vorteil, bei dem die Abschlussplatte in einer
definierten Distanz zur Auflageflache angeordnet ist. Dadurch wird erreicht, dass ein
entsprechend dimensionierter Kanal unterhalb der Auflageflache auf einfache Art und
Weise geschaffen wird.

Von Vorteilen ist die Ausbildung, bei denen der Bearbeitungsraum mit einem
Begrenzungsrahmen begrenzt ist, und dass die Abschlussplatte unterhalb des
Begrenzungsrahmens angeordnet und vorzugsweise am Begrenzungsraumen befestigt
ist. Dadurch wird erreicht, dass damit Gber Randbereich keine Luft in den Kanal unterhalb
der Auflageflache des Bearbeitungstisches angesaugt werden kann. Damit wird nur Gber

einen speziell dafir vorgesehenen Kanal ein Luftstrom in den Kanal erzeugt.

Es sind aber auch die Merkmale von Vorteil, bei denen der Absaugkanal im
Begrenzungsrahmen und/oder zwischen Begrenzungsrahmen und Abschlussplatte
integriert ist. Dadurch wird erreicht, dass nur Uber diesen Absaugkanal die Luft aus dem
Bearbeitungsraum abgesaugt werden kann. Bevorzugt wird dabei der Absaugkanal im
hinteren Randbereich angeordnet, damit die bei dem Laserbearbeitungsprozess
entstehende Gas nach hinten gezogen werden und der der User von vorne damit freie

Sicht auf das eingelegte Werkstilick hat.
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Von Vorteil ist auch eine Ausbildung, bei der der Absaugkanal mit einem Absaugraum
unterhalb der Abschlussplatte verbunden ist, wobei der Absaugraum mit der
Absaugvorrichtung, insbesondere einen Absauggebldse zum Abfuhren des Luftstroms mit
den Abgasen vom Laserprozess verbunden ist. Dadurch wird erreicht, dass ein einfacher
Aufbau durch einen sogenannten doppelten Boden gebildet wird, wobei dieser dabei
vorzugsweise in einem gewissen Bereich abgetrennt wird, sodass sich nicht Gber die
gesamte Flache zwischen Bearbeitungstisch und der Abschlussplatte die Gase ausbreiten

kdnnen.

Es sind aber auch die Merkmale von Vorteil, bei denen der Absaugraum auf einen
Teilbereich des Bearbeitungsraumes begrenzt ist. Dadurch wird erreicht, dass eine hdhere
Strdmungsgeschwindigkeit erzielt wird.

Von Vorteil sind auch die Ausbildungen, dass die Absaugvorrichtung im Zentrum unterhalb
des Bearbeitungstische positioniert ist und ein Teil des Bearbeitungsflache Gber

Absperrelemente abgetrennt ist. Dadurch wird erreicht, dass ausreichend Platz vorhanden
ist und somit eine entsprechend dimensionierte Absaugvorrichtung, insbesondere Pumpe,

eingebaut werden kann.

Es sind aber auch die Merkmale von Vorteil, bei denen die Auflageflache des
Bearbeitungstisch oberhalb des Begrenzungsrahmens angeordnet ist. Damit wird erreicht,
dass die gesamte Bearbeitungsflache genltzt werden kann, da bei entsprechend groBem
Werkstlck die Luft seitlich zwischen Werkstlck und Begrenzungsrahmen zum Erzeugen

des Luftstroms einstromen kann

Von Vorteil sind die Merkmale, bei denen die Auflageflache des Bearbeitungstisches durch
Luftleitkan&le, insbesondere von vorne nach hinten orientierten Lamellen, gebildet ist.
Dadurch wird erreicht, dass in jeder Sektion ein Luftstrom in Richtung Absaugkanal von
vorne nach hinten gebildet wird. Weiters ist es moglich, dass bei entsprechender
Ausbildung die einzelnen Segmenten zwischen den Luftleitkandlen abgesperrt werden
kdnnen, wodurch eine Erhéhung der Strémungsgeschwindigkeit erzielt wird. Dabei ist es
von Vorteil, wenn eine automatische Absperrung eingesetzt wird, die je nach Stellung der
Fokussiereinheit die weiter entfernteren Segmente zwischen den Luftleitkandlen absperrt.

5/23 20007AT



10

15

20

25

30

35

Vorteilhaft ist auch eine Ausbildung, bei der die Luftleitkanale, insbesondere die Lamellen,
sich Uber eine Oberseite des Begrenzungsrahmens, insbesondere Uber eine Héhe von 5
bis 20mm, erstrecken. Dadurch wird erreicht, dass ein entsprechend groBes
Luftstromvolumen zwischen den Luftleitkandlen vorhanden ist, sodass gewahrleistet ist,

dass die entstehenden Abgase sicher abtransportiert werden.

Eine Ausbildung ist von Vorteil, bei der die Lamellen gleichmaBig tber die
Bearbeitungsbreite der Auflageflache verteilt angeordnet sind. Dadurch wird erreicht, dass

Uber die gesamte Flache ein konstanter Abgasstrom erzielt wird.

Bei einer Ausbildung ist von Vorteil, dass die Lamellen aus Plexiglas gebildet sind.
Dadurch ist eine einfache kostengiinstige Herstellung moglich. Gleichzeitig wird das

einwirkende Gewicht auf dem Bearbeitungstisch reduziert.

Bei einer Ausbildung ist von Vorteil, bei der die Lamellen eine Dicke zwischen 2-10mm,
vorzugsweise 5mm, aufweisen. Dadurch wird eine ausreichen Auflageflache fir

Werkstilicke erzielt.

Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der die Lamellen als eine Baueinheit ausgebildet ist,
die in den Begrenzungsrahmen einlegbar und austauschbar ist. Dadurch kann die
gesamte Lamelleneinheit in einen Arbeitsgang getauscht werden, sodass an die
unterschiedlichsten Prozesse auch eine optimale Anpassung der Abgaskanale
vorgenommen werden kann. Beispielsweise kann beim Bearbeiten groBerer
Gegensténde, wie beispielsweise eine Plexiglasplatte der Lamellenabstand sehr grof3
gewahlt werden, wogegen beispielsweise bei gravieren eines Handys eine
Lamelleneinheit mit geringen Lamellenabstand eingesetzt wird, um eine gute

Auflageflache fur das Handy zu bilden.

SchlieBlich ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der die Lamellen sich von der Auflageflache
bis zur Abschlussplatte erstrecken. Dadurch wird erreicht, dass die Abgase entlang der
Lamellen bis zum Absaugkanal geférdert werden.

Die Erfindung wird anschlieBend in Form eines Ausfihrungsbeispiels beschrieben, wobei
darauf hingewiesen wird, dass die Erfindung nicht auf das dargestellten und
beschriebenen Ausfihrungsbeispiel bzw. Losung begrenzt ist.
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Es zeigen:

Fig.1 eine schaubildliche Darstellung eines Laserplotters mit einer
Abgasvorrichtung zum Absaugen der entstehenden Abgase wahrend des
Laserprozesses, in vereinfachter, schematischer Darstellung;

Fig. 2 eine schaubildliche Darstellung in den Bearbeitungsraum des Laserplotters,
mit Herausgenommenen Auflageflache des Bearbeitungstisches, in
vereinfachter schematischer Darstellung;

Fig. 3 eine weitere schaubildliche Darstellung in den Bearbeitungsraum des
Laserplotters mit vorhandener Auflageflache, in vereinfachter schematischer
Darstellung;

Fig. 4 eine weitere schaubildliche Darstellung in den Bearbeitungsraum des
Laserplotters mit eingesetzten Lamellen, in vereinfachter schematischer
Darstellung;

Fig. 5 eine weitere schaubildliche Darstellung in den Bearbeitungsraum des

Laserplotters mit eingelegten groBflachigen Werkstlck, in vereinfachter,
schematischer Darstellung.

EinfGhrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlichen Ausfihrungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden,
wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngeman auf
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen Ubertragen
werden kdnnen. Auch sind die in der Beschreibung gewéahlten Lageangaben, wie z.B.
oben, unten, seitlich usw. auf die beschriebene Figur bezogen und sind bei einer

Lageanderung sinngemafn auf die neue Lage zu Ubertragen.

In den Fig. 1 bis 5 ist eine Anordnung einer Abgasvorrichtung 1 bei einem Laserplotter 2

gezeigt.

Geman Fig. 1 ist ein aus dem Stand der Technik bekannter Laserplotter 2 dargestellt, bei
dem in einem Gehause 3 zumindest eine, insbesondere zwei Strahlenquellen 4 in Form
von Lasern 5, 6 angeordnet und betrieben werden. Die Laser 5 und 6 wirken vorzugsweise
abwechselnd auf das zu bearbeitende Werkstiick 7 ein, wobei das Werkstlck 7 in einem
Bearbeitungsraum 8 des Laserplotters 2, insbesondere auf einem Bearbeitungstisch 9, der
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vorzugsweise in seiner Hohe verstellbar ist, positioniert ist. Ein von der Strahlenquelle 4
abgegebener Laserstrahl 10 wird Gber Umlenkelemente 11 an zumindest eine verfahrbare
Fokussiereinheit 12 gesendet, von der der Laserstrahl 10 in Richtung Werkstlck 7
abgelenkt wird und zur Bearbeitung fokussiert wird. Die Steuerung, insbesondere die
Positionssteuerung des Laserstrahls 10 zum Werkstlck 7 erfolgt Gber eine in einer
Steuereinheit 13 laufende Software, wobei das Werkstlck 7 bevorzugt zeilenweise durch
Verstellung eines Schlittens 14, an dem auch die Fokussiereinheit 12 verfahrbar

angeordnet ist, Uber vorzugsweise einem Riemenantrieb in X-Y-Richtung bearbeitet wird.

Dabei kann beispielsweise an einer externen Komponente 15, insbesondere einem
Computer oder einem Steuergerat, eine Grafik 16 und/oder ein Text 16 Uber eine
handelsibliche Software 16a, wie beispielsweise Coral-Draw, Paint, usw., erstellt, welche
an die Steuereinheit 13 des Laserplotters 2 in Form eines Jobs exportiert bzw. tbergeben
wird, die eine Konvertierung der Ubergebenen Daten, insbesondere der Grafik 16 und/oder

des Textes 16, zum Steuern der einzelnen Elemente des Laserplotters 2 vornimmt.

Vorzugsweise wird jedoch eine webbasierte Bedienersoftware 17 fur die Erstellung eines
Jobs eingesetzt, wobei hierzu die Komponente 15 oder direkt auch der Laserplotter 2 eine
Verbindung mit dem Internet 18 und vorzugweise einer Cloud 19 herstellt. AnschlieBend
kann Uber einen Browser die Bedienersoftware 17 aufgerufen werden und die
Konfiguration vorgenommen werden, sodass anschlieBend von der Bedienersoftware 17
der Job erstellt wird. Dieser kann dabei in einer Job-Datenbank 20 in der Cloud 19
gespeichert werden, sodass dieser jederzeit von jedem beliebigen Standort auf der Welt
aufgerufen werden kann. Dabei ist es auch méglich, dass direkt von der Job-Datenbank
20 ein Job zur Bearbeitung mit dem Laserplotter 2 heruntergeladen wird, wobei dies Uber
die externe Komponente 15 oder direkt vom Laserplotter 2 (ber dessen Steuer- /
Anzeigeelemente, insbesondere Touch-Screen, durchgefihrt wird, wozu der Laserplotter
2, wie schematisch gezeigt, eine Verbindung mit dem Internet 18 und weiters mit der
Cloud 19 herstellt.

Nachdem die Daten, insbesondere der erstellte Job, an dem Laserplotter 2 Ubertragen
bzw. geladen sind, wird vom Laserplotter 2, insbesondere deren Steuerung 13, der Job
abgearbeitet. Dabei ist es auch moglich, dass mehrere Jobs gleichzeitig im Laserplotter 2
gespeichert und nacheinander abgearbeitet werden kénnen. Bei derartigen Laserplotter 2
war es bisher Ublich, dass zum Starten eines abzuarbeitenden Jobs, ein Deckel 23, der
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vorzugsweise zumindest teilweise transparent 23a ausgebildet ist, vom Laserplotters 2
geschlossen werden muss. AnschlieBBend kann das Bedienerpersonal den Laserpunkt
bzw. ein Laser-Pointer, der vorzugsweise an der Fokussiereinheit 12 positioniert ist,
manuell oder auch automatisch zum eingelegten Werksttick 7 positioniert, worauf der Job
fur die Bearbeitung des Werkstlckes 7 gestartet werden kann. AnschlieBend kann das
Bedienerpersonal Uber den vorzugsweise transparenten Deckel 17 den Schlitten 14 mit
der Fokussiereinheit 12 beobachten, wie diese von der Steuervorrichtung 13 entsprechend
dem hinterlegten Job verfahren und abgearbeitet wird. Um den Fortschritt des
Laserprozesses einfach zu verfolgen, ist es moglich, dass der Laserplotter 2 mit einer
Statusleiste 24 ausgestattet, sodass der Bediener nicht mehr durch den transparenten
Deckel 17 in den bearbeitungsraum 8 schauen muss, sondern Uber die Statusleiste 24
den Fortschrittes angezeigt bekommt, wozu die Statusleiste 24 unterschiedliche Segmente
und/oder Farben aufweist. Am Endes des Jobs wird anschlieBend der Schlitten 14 in die

Ausgangsposition verstellt und beendet.

Da bei der Bearbeitung des Werkstlickes 7 mit dem Laserstrahl 10 eine Verdampfung des
Materials sowohl beim Schneiden als auch beim Gravieren zur Folge, entstehen somit
wahrend des Laserprozess Abgase 25 bzw. Dampfe 25, wie schematisch mit Pfeilen
dargestellt sind, dargestellt. Diese Abgase 25 kdnnen dabei fir Menschen schadlich sein,
sodass es notwendig, dass Laserplotter 2 mit einer Absaugvorrichtung 1 ausgestattet
sind, die die entstehende Abgase bzw. Dampfe 25 oder auch Rauch 25 aus dem
Bearbeitungsraum 8 absaugt, sodass keine unangenehmen oder gefahrliche Gerliche

vom Bediener eingeatmet werden kann.

Erfindungsgeman ist nunmehr eine Abgasvorrichtung 1 vorgesehen, bei der der
Bearbeitungstisch 9 derart ausgebildet ist, dass sich ein Luststrom 26 unterhalb einer
Auflageflache 27 des Bearbeitungstisches 9 fir das Werkstick 7 parallel zur Auflageflache
27 ausbildet, d.h., dass die Abgase 25 von der Oberseite des Bearbeitungstisch 9 Uber
einen Absaugoéffnung 28 unterhalb des Bearbeitungstische 9 gesagt werden, wo sie Gber
ein Abzugsoffnung 29 nach unten und anschlief3en Uber einen Kanal nach auBBen aus dem
Gehéause 3 befdrdert werden. Dabei ist es moglich, dass im Kanal fiir die Abgasreinigung
ein Filter integriert sein kann, der die gefahrlichen bzw. schadlichen Abgase 25 ausfiltert.

Ein wesentlicher Unterschied zum Stand der Technik, bei dem die Auflageflache 27 meist
durch Lochplatten oder Gittern bzw. Stege ausgebildet sind, wodurch die Luft vom
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Bearbeitungsraum 9 einfach nach unten gesaugt werden kann, ist, dass nunmehr die
Auflageflache 27 des Bearbeitungstisches 27 vollflachig ausgebildet ist, wobei jedoch in
einem bestimmten Bereich, insbesondere auf der Rlckseite des Bearbeitungsraumes 8,
die Absaugoffnung 28 des Bearbeitungstisches 9 und/oder eine Absaug6ffnung 30 an
einem dem Bearbeitungstisch 9 umgebenden Rahmen bzw. Abgrenzung 31, der die
luftdichte Auflageflache 27 des Bearbeitungstisches umgibt, ausgebildet ist. Diese
Abgasétffnung 28,30 mindet dabei in einen unterhalb der Auflageflache 27 ausgebildeten
Absaugkanal 32, von dem die Abgase 25 Uber die Abzugséffnung 29 und daran
angeschlossene Rohre Uber einen Absaugpumpe nach auBBen geférdert werden, d.h.,
dass unterhalb des Bearbeitungstisches 9 eine Abschlussplatte 33 zum Verhindern einer
Absaugung des Luftstroms 26 bzw. der Abgase 25 nach unten in das Gehause 3 des
Laserplotters 2 angeordnet ist, und dass zwischen der Abschlussplatte 33 und dem
Bearbeitungstisch 9, insbesondere der Auflageflache 27, der Absaugkanal 32 unterhalb
der Auflageflache flr das Werkstlck 7 ausgebildet ist, der mit eine Abzugs6ffnung 29 zum

Abfordern der Abgase 25 verbunden ist.

Damit unterhalb des Bearbeitungstisch 9 ein Absaugkanal 32, in dem der Luftstrom 26 der
Abgase 25 in Richtung Abzugs6ffnung 29 gebildet wird, ausgebildet werden kann, ist die
Abschlussplatte 33 entsprechend ausgebildet. Vorzugsweise ist der Abzugskanal 32 nur
auf einen Teilbereich des Bearbeitungsraums 8, insbesondere des Bearbeitungstisches 9,
beschrankt, wobei hierzu ein Teilbereich der Abschlussplatte v-férmig ausgebildet ist, und
der weitere Bereich um eine Hohe 34 vertieft ausgebildet, sodass sich eine Konzentration
des Luftstroms 26 der Abgase 25 in Richtung der im Zentrum des vertieft ausgebildeten

Bereiches angeordneten Abzugsoéffnung 29 ausbildet.

Selbstverstandlich ist es méglich, dass anstelle von einer v-férmig ausgebildeten vertieften
Bereich der Abschlussplatte 33 auch ein oder mehrere Kanale, die sich zur Abzugsoéffnung
erstrecken, ausgebildet sein kdnnen, wobei die Kanale mit den Absaug6ffnungen 28,30 in
Verbindung stehen, um die Abgase 25 Uber die Auflageflache 27, den Absaugoéffnungen
28,30 zur Abzugsoffnung 29 zu férdern.

Um eine noch bessere Absaugung der Abgase 25, insbesondere beim Durschneiden des
Werkstlckes 7, zu erreichen, sind in den Rahmen 31 mehrere vorzugsweise parallel
verlaufende Lamellen 35 angeordnet, sodass zwischen den Lamellen 35 ein Luftleitkanal
36 ausgebildet wird, der die Abgase 25 in Richtung der Absaugéffnung 28,30 leitet, wie
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dies in Fig. 4 am besten ersichtlich ist. Die Lamellen 35 sind dabei vorzugsweise aus
Plexiglas ausgebildet und erstrecken von der Auflageflache 27 Gber den Rahmen 31
hinaus, sodass diese vorzugsweise 5 bis 20 mm Uber den Rahmen 31 hinausragen. Die
Lamellen 35 kbnnen dabei als Einzelelemente in den Rahmen 31 eingesetzt werden oder
auch als gesamte Baueinheit, sodass alle Lamellen 35 in einem Arbeitsschritt entnommen
oder positioniert werden kdnnen. Dabei ist es moglich, dass unterschiedlich ausgebildete
Baueinheiten mit unterschiedlich hohen und breiten Lamellen 35, sowie unterschiedlich
breite Luftleitkandle 36 aufweisen kdnnen, sodass die verschiedensten Baueinheiten an
die zu bearbeitende Werkstlicke 7 angepasst werden kénnen. Sollten jedoch Einzel-
Lamellen 35 verwendet werden, so ist es von Vorteil, dass im Rahmen 31 entsprechende
Einbuchtungen (nicht dargestellt) angeordnet sind, in die die Lamellen 35 eingesetzt
werden. Auch kénnen diese Einbuchtungen auch flr die Positionierung der gesamten

Baueinheit dienen.

Durch die Verwendung der Lamellen 35 ist es nunmehr moglich, dass sehr grofBe
Werkstlcke 7 bearbeitet werden kdnnen, die den gesamten Innenraum, insbesondere den
Bearbeitungsraum 8, wie in Fig. 5 dargestellt, ausnltzen, da die Luft fir die
Abgasvorrichtung 1 zwischen dem Werkstick 7 und dem Rahmen 31 eingesaugt werden
kann, da aufgrund der Lamellen 35 das Werkstlck 7 oberhalb des Rahmens 31 auf den
Lamellen 35 positioniert ist, d.h., dass Luft 37, die sich mit den Abgasen 25 vermischt, von
vorne eingesaugt wird, die anschlieBend unterhalb des Werkstlicks 7 in Richtung der
Absaugkanale 28,30 auf der gegenUberliegenden Rlckseite beférdert werden, wo sich mit
dem Abgasen 26 vermischen, worauf Uber die Absaugéffnungen 28,30 das Gemisch in
den Absaugkanal 32 unterhalb der Auflageflache 27 des Bearbeitungstisches 9 strémt und
von dort Uber die Abzugsoffnung 29 abgesaugt und ins Frei transportiert wird, wie dies
schematisch mit Pfeilen in Fig. 5 dargestellt ist..

Einen derartigen Laserplatter 1 kann man somit mit oder ohne Lamellen 35 einsetzen, da
die Luft 35 bzw. Abgase 25 immer Uber die Absaugoéffnung 28 und/oder 30 vorzugsweise
auf der Rickseite des Bearbeitungsraums 8, abgesaugt wird. Wesentlich ist, dass
aufgrund der luftdichten Auflageflache 27 des Bearbeitungstisches zwingend ein Luftstrom
26 Uber die Absaugoéffnungen 28,30 und den Absaugkanal 32 unterhalb des
Bearbeitungstisches 9 zur Abzugséffnung 29, an der eine Absauganlage, insbesondere
Pumpe, angeschlossen ist, gebildet wird, wobei dies auch bei sehr groBen Werkstlcken 7
bzw. Bauteilen der Fall ist.
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Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, dass zum besseren
Verstandnis des Aufbaus des Gravurablaufes 1 und deren Komponenten bzw. dessen
Bestandteile teilweise unmafBstablich und/oder vergréBert und/oder verkleinert und vor

allem nur schematisch dargestellt wurden.
Weiters kdnnen auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten

und beschriebenen unterschiedlichen Ausflihrungsbeispielen flr sich eigenstandige,

erfinderische oder erfindungsgemane Losungen bilden.
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Patentanspriuche:

Laserplotter (2) zum Abarbeiten eines Jobs fir das Schneiden, Gravieren,
Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstlckes (7), der
zumindest ein Gehduse (3) mit einem vorzugsweise verschlieBbaren
Bearbeitungsraum (8) zum Positionieren eines Werkstlckes (7) auf einem
Bearbeitungstisch (9), zumindest eine Strahlenquellen in Form eines Lasers (5,6),
und einer Steuerung (13) zum Steuern des Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb
betriebenen Schlitten (14) mit daran verfahrbar angeordneten Fokussiereinheit (12),
die zum Umlenken eines Laserstrahl (10) in Richtung Werkstlick (7) ausgebildet ist,
aufweist, wobei im Bearbeitungsraum (8) unterhalb des Bearbeitungstisches (9),
insbesondere unterhalb einer Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9), eine
Absaugvorrichtung (1) zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden
Abgase (25) durch erzeugen eines Luftstrom (26) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Bearbeitungstisch (9) derart ausgebildet ist, dass die
Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9) vollflachig, insbesondere luftdicht,
ausgebildet ist, und dass zur Bildung eines Luststrom (26) unterhalb der
Auflageflache (27) vorzugsweise parallel zur Auflageflache (27) ein Absaugkanal
(27), angeordnet ist, der in einer Abzugsoffnung (29) endet, wobei der Absaugkanal
(27) Uber zumindest eine Absaugbffnungen (28,29) mit dem Bearbeitungsraum (8)
zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden Abgase bzw. Dampfe (25)

verbunden ist.

Laserplotter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass parallel zur
vollflachigen Auflageflache (27) eine Abschlussplatte (33) angeordnet ist, die durch
entsprechende Ausbildung den Absaugkanal (32) bildet oder ein Absaugkanal (32)

angeordnet ist.

Laserplotter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Abschlussplatte (33) die Abzugsé6ffnung (29) angeordnet ist, wobei der
Absaugkanal (32) vorzugsweise sich verjingend zur Abzugsoéffnung (29)

ausgebildet ist.
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. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Abschlussplatte (33) in einer definierten Distanz zur Auflageflache (27)
angeordnet ist.

. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Bearbeitungsraum (8) mit einem Rahmen (31) begrenzt ist, und dass die
Abschlussplatte (33) unterhalb des Rahmens (31) angeordnet und vorzugsweise

am Rahmen (31) befestigt ist.

. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Absaugoffnung 28,30 im Rahmen 31 und/oder in der Auflageflache 27

integriert ist.

. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Absaugoffnungen mit dem Absaugkanal unterhalb der Abschlussplatte
verbunden ist, wobei der Absaugkanal mit der Absaugvorrichtung, insbesondere
einen Absauggebldse zum AbflUhren des Luftstroms mit den Abgasen vom
Laserprozess, Uber die Abzugsoéffnung verbunden ist.

. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,

dass der Absaugkanal auf einen Teilbereich des Bearbeitungsraumes begrenzt ist.

. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Abzugso6ffnung im Zentrum unterhalb des Bearbeitungstische positioniert

ist und ein Teil des Bearbeitungsflache Uber Absperrelemente abgetrennt ist.

10.Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Auflageflache des Bearbeitungstisch oberhalb des Begrenzungsrahmens

angeordnet ist.

11.Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Auflageflache des Bearbeitungstisches durch Luftleitkanale, insbesondere

von vorne nach hinten orientierten Lamellen, gebildet ist.
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12.Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Luftleitkanile, insbesondere die Lamellen, sich Uber eine Oberseite des
Rahmens, insbesondere Uber eine H6he von 5 bis 20mm, erstrecken.

13. Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellen gleichmaBig Uber die Bearbeitungsbreite der Auflageflache

verteilt angeordnet sind.

14.Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellen aus Plexiglas gebildet sind.

15.Laserplotter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Lamellen eine Dicke zwischen 2-10mm, vorzugsweise 5Smm, aufweisen.
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1.

Patentanspriuche:

Laserplotter (2) zum Abarbeiten eines Jobs fir das Schneiden, Gravieren,
Markieren und/oder Beschriften eines vorzugsweise flachen Werkstlckes (7), der
zumindest ein Gehause (3) mit einem vorzugsweise verschlieBbaren
Bearbeitungsraum (8) zum Positionieren eines Werkstilickes (7) auf einem
Bearbeitungstisch (9), zumindest eine Strahlenquellen in Form eines Lasers (5,6),
und einer Steuerung (13) zum Steuern des Uber vorzugsweise einen Riemenantrieb
betriebenen Schlitten (14) mit daran verfahrbar angeordneten Fokussiereinheit (12),
die zum Umlenken eines Laserstrahl (10) in Richtung Werkstlick (7) ausgebildet ist,
aufweist, wobei im Bearbeitungsraum (8) unterhalb des Bearbeitungstisches (9),
insbesondere unterhalb einer Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9), eine
Absaugvorrichtung (1) zum Absaugen der beim Laserprozess entstehenden
Abgase (25) durch Erzeugen eines Luftstrom (26) angeordnet ist, wobei zur Bildung
des Luststromes (26) unterhalb der Auflageflache (27) vorzugsweise parallel zur
Auflageflache (27) ein Absaugkanal (32), angeordnet ist, der in einer
Abzugsoffnung (29) endet, wobei der Absaugkanal (32) Uber zumindest eine
Absaugbffnung (28,30) mit dem Bearbeitungsraum (8) zum Absaugen der beim
Laserprozess entstehenden Abgase bzw. Dampfe (25) verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9)

vollflachig, insbesondere luftdicht, ausgebildet ist.

Laserplotter (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass parallel zur
vollflachigen Auflageflache (27) eine Abschlussplatte (33) angeordnet ist, die durch
entsprechende Ausbildung den Absaugkanal (32) bildet oder ein Absaugkanal (32)

angeordnet ist.

Laserplotter (2) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Abschlussplatte (33) die Abzugséffnung (29) angeordnet ist, wobei der
Absaugkanal (32) vorzugsweise sich verjungend zur Abzugséffnung (29)

ausgebildet ist.
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4. Laserplotter (2) nach einem der Anspriche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abschlussplatte (33) in einer definierten Distanz zur Auflageflache (27)

angeordnet ist.

5. Laserplotter (2) nach einem der Anspriche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bearbeitungsraum (8) mit einem Rahmen (31) begrenzt ist, und dass die
Abschlussplatte (33) unterhalb des Rahmens (31) angeordnet und vorzugsweise
am Rahmen (31) befestigt ist.

6. Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Absaugd6ffnung (28,30) im Rahmen (31) und/oder in der
Auflageflache (27) integriert ist.

7. Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Absaugdéffnungen (28,30) mit dem Absaugkanal (32)
unterhalb der Abschlussplatte (33) verbunden ist, wobei der Absaugkanal (32) mit
der Absaugvorrichtung, insbesondere einen Absauggeblase zum Abflhren des
Luftstroms (26) mit den Abgasen (25) vom Laserprozess, Uber die Abzugséffnung
(29) verbunden ist.

8. Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Absaugkanal (32) auf einen Teilbereich des

Bearbeitungsraumes (8) begrenzt ist.

9. Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abzugsoéffnung (29) im Zentrum unterhalb des
Bearbeitungstisches (9) positioniert ist und ein Teil der Bearbeitungsflache Uber

Absperrelemente abgetrennt ist.

10. Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9) oberhalb

des Rahmens (31) angeordnet ist.

11.Laserplotter (2) nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auflageflache (27) des Bearbeitungstisches (9) durch
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Luftleitkanéle (36), insbesondere von vorne nach hinten orientierten Lamellen (35),
gebildet ist.

12. Laserplotter (2) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftleitkanéle
(36), insbesondere die Lamellen (35), sich tber eine Oberseite des Rahmens (31),
insbesondere Uber eine Hohe von 5 bis 20mm, erstrecken.

13.Laserplotter (2) nach einem der Anspriche 11 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellen (35) gleichmaBig Gber die Bearbeitungsbreite der Auflageflache
(27) verteilt angeordnet sind.

14.Laserplotter (2) nach einem der Anspriche (11 bis 13), dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellen (35) aus Plexiglas gebildet sind.

15. Laserplotter (2) nach einem der Anspriche (11 bis 14), dadurch gekennzeichnet,
dass die Lamellen (35) eine Dicke zwischen 2-10mm, vorzugsweise 5mm,

aufweisen.
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